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© Verfahren zur Herstellung einer Leiterplattenanordnung 

(§) Es wird eine Leiterplattenanordnung (1) fur ein elektri- 
sches Gerat, insbesondere ein Steuer- oder Regelgerat fur 
eine elektromechanische Anordnung, vorgeschlagen, das 
mindestens eine metallische Tragerplatte (2) aufweist. Wei- 
terhin ist ein die Leiterbahnen tragendes Substrat (10) fur 
darauf angeordnete elektrische Bauelementa (2, 11), wobei 
das Substrat (10) auf die Tragerplatte (2) auflaminiert 1st 
und Anschlufcelemente (4) fur elektrische Verbindungen 2ur 
Leiterplattenanordnung (1) vorhanden. Die Tr§gerplatte (2) 
ist als Gehauseelement fur das elektrische Gerat und/oder 
eine mechanische Anordnung ausgebitdet und das Substrat 
(10) befindet sich in den innenliegenden Bereichen auf der 
Tragerplatte (2), wobei die uberwiegend oberflachenbe- 
stuckten elektrischen Bauelemente (2, 11) in Bereichen auf 
dem Substrat (10) liegen, in denen ein therm ischer Kontakt 
■ zu warmeableltenden Mittein herstellbar ist. 
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Beschreibung 

Stand der Technik 

Die Erfindung betrifft eine Leiterplattenanordnung 
fur ein elektrisches Gerat, insbesondere ein Steuer- 
oder Regelgerat fur eine elektromechanische Anord- 
nung, nach dem Oberbegriff des Hauptanspruchs. 

Es ist bereits aus der DE-OS 40 35 526 ein elektri- 
sches Gerat bekannt, bei dem eine Leiterplatte ais Sub- 
strat auf eine metallische Tragerplatte aufgeklebt ist 
Diese Leiterplatte ist aus zwei Teilen gebildet, die uber 
einen mittleren Bereich mit flexiblen Leiterbahnen mit- 
einander verbunden sind- Die beiden Bereiche sind je- 
weils an verschiedenen Tragerplatten gehalten, die aus 
gut warmeleitendem Material sind, so daB auch Lei- 
stungsbauelemente mit einer entsprechend hohen War- 
meabgabe auf diesen Leiterplatten untergebracht wer- 
den konnen. Weitere flexible Bereiche der Leiterplatten 
sind mit Steckverbindern oder sonstigen AnschluBteilen 
verbunden, die einen universellen Einsatz des elektri- 
schen GerSts gewahrleisten. Die Leiterplatten bilden 
nach dem Zusammenbau das komplette elektrische Ge- 
rat, das nach der Herstellung der elektrischen Verbin- 
dungen an einer fiir die jeweilige Anwendung geeigne- 
ten Stelle angeordnet werden kann. 

Vorteile der Erfindung 

Die erfindungsgemaBe Leiterplattenanordnung der 
eingangs beschriebenen Art ist mit den kennzeichnen- 
den Merkmalen des Anspruchs t insbesondere dadurch 
vorteilhaft, daB ein selbstandig herstellbares elektri- 
sches Gerat an einer Tragerplatte aus Metall, vorzugs- 
weise aus Aluminium, aufgebaut werden kann und nach 
der Montage und eventuellen Prufschritten als Gehau- 
seteil fur ein komplexeres Gerat Verwendung findet. 
Die Tragerplatte und somit das spatere Gehauseteil 
kann vor der Endmontage mit dem Substrat zusammen- 
geklebt und mit den elektrischen Bauelementen be- 
stfickt und gelotet werden. Besonders bei der Anwen- 
dung der erfindungsgemaBen Leiterplattenanordnung 
im Zusammenhang mit sehr komplexen elektromecha- 
nischen Geraten, wie beispielsweise der Steuerelektro- 
nik fiir einen Verbrennungsmotor, kann hierbei eine 
Mechanikkomponente am Motor eingespart werden, da 
die Tragerplatte, eventuell zusammen mit weiteren an- 
gefiigten Tragerplatten, als mechanische Gehausergan- 
zung Verwendung findet 

Auf einfache Weise kann die Leiterplattenanordnung 
so plaziert werden, daB ohnehin vorhandene Ktihlvor- 
richtungen oder sonstige Luft- oder Flflssigkeitsstrome 
zur Kuhlung der Bauelemente herangezogen werden 
die eine abzuleitende Verlustwarme produzieren. Urn 
die Substratoberflache, die Bauelemente und die Kon- 
takt- und Lotstellen gegen hierbei auftretende Feuch- 
tigkeit oder gegen Staub zu schutzen, werden diese mit 
einer Schutzschicht aus Lack oder einer aufgeschaum- 
ten Kunststoffmasse versehen. Diese Schutzschicht 
kann in vorteilhafter Weise auch Aussparungen in der 
Tragerplatte Uberdecken, die fur die Anordnung von 
Bauelementen oder AnschluBelementen in Durchsteck- 
technik notwendig sind, da hier eine Durchkontaktie- 
rung auf die RQckseite des Substrats erfolgt 

Die Vorteile der erfindungsgemaBen Leiterplattenan- 
ordnung kommen besonders dann zum Tragen, wenn 
beispielsweise die Tragerplatte mechanischer Bestand- 
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teil einer Gehauseabdeckung eines Luftfilters im Mo- 
torraum eines Kraftfahrzeugs ist, da hier in besonders 
gunstiger Weise der Luftstrom im Luftfilter zur KQh- 
iung von Bauelementen herangezogen werden kann. 

5 

Zeichnung 

Ausfuhrungsbeispiele der erfindungsgemaBen Leiter- 
plattenanordnung werden anhand der Zeichnung erlau- 
io tert Es zeigen: 

Fig. 1 Teilansichten einer Leiterplattenanordnung 
hinsichtlich der Bauelemente und der Tragerplatte; 

Fig. 2 einen ersten Schnitt durch die Leiterplattenan- 
ordnung in der Ebene der Bauelemente (I-I); 
15 Fig. 3 einen zwei ten Schnitt durch die Leiterplatte- 
nanordnung in der Ebene der AnschluBelemente (II-II); 

Fig. 4 eine Leiterplattenanordnung mit separatem 
Gehausedeckel; 

Fig. 5 eine Leiterplattenanordnung mit zwei Trager- 
20 platten; 

Fig. 6 ein weiteres AusfOhrungsbeispiel einer Leiter- 
plattenanordnung mit abgewinkeltem AnschiuBelement 
und einer aufgeschaumten Schutzschicht; 

Fig. 7 eine Variante des Ausfuhrungsbeispiels nach 
25 Fig. 6 und 

Fig. 8 ein Ausfuhrungsbeispiel der Leiterplattenan- 
ordnung mit direkt aufgeldtetem AnschiuBelement und 
aufgeschaumter Schutzschicht 

30 Beschreibung der Ausfuhrungsbeispiele 

In der Fig. 1 ist ein Schnitt durch ein erstes Ausfuh- 
rungsbeispiel einer erfindungsgemaBen Leiterplatte- 
nanordnung 1 mit einer Tragerplatte 2 dargestellt bei 

35 der nach dem linken Teil der Ansicht Bauelemente 3 auf 
einem hier nicht sichtbaren Substrat mit entsprechen- 
den Leiterbahnen angeordnet sind. Zur Verdeutlichung 
wir hier auf die Darsteliungen nach Fig. 2 und Fig. 3 
verwiesen, bei denen gleiche Elemente mit den identi- 

40 schen Bezugszeichen versehen sind. Im rechten Teil der 
Fig. 1 ist ein AnschiuBelement 4 ersichtlich, das zur Auf- 
nahme einer Steckverbindung fiir die elektrischen An- 
schlusse an der Tragerplatte 2 angeordnet ist Die Tra- 
gerplatte 1 ist uber Schraubverbindungen 5 und mittels 

45 Dichtungen 6 als Gehauseteil an eine mechanische An- 
ordnung, beispielsweise an ein Luftfiltergerat im Motor- 
raum eines Kraftf ahrzeuges, anbringbar. 

In Fig. 4 ist eine erste Bauart der Leiterplattenanord- 
nung 1 gezeigt, bei der ein zusatzlicher Gehausedeckel 7 

50 an der Tragerplatte 2 befestigt wird und dabei die ge- 
samte Schaltungsanordnung abdeckt GemaB Fig. 5 sind 
zwei Tragerplatten 2a und 2b vorhanden, die uber ein 
Distanzelement 8 aneinander gehalten werden. Die An- 
schluBelemente 4 konnen bei diesen AusfOhrungsbei- 

55 spieien mechanisch direkt an den Tragerplatten 2, 2a 
oder 2b gehalten und elektrisch durch Oberfiachenmon- 
tage oder mittels geloteter Durchsteckverbindungen an 
die Leiterbahnen des Substrats angeschlossen werden. 
Aus den Fig. 6 bis 8 sind insbesondere Ausfuhrungs- 

60 beispiele der Leiterplattenanordnung 1 mit einer beson- 
deren Schutzschicht 9 aus einer aufgeschaumten KLunst- 
stoffmasse, beispielsweise Polyurethan (PUR), darge- 
stellt Hier ist im Detail erkennbar, wie ein Substrat 10 
auf die Tragerplatte 2 auflaminiert ist Unter Laminieren 

65 versteht man das Aufbringen einer Folie, hier einer Fo- 
lie mit Leiterbahnen, auf einen metallischen Grundkor- 
per (Tragerplatte 2) mittels Kleber. Dieser Fertigungs- 
vorgang erfordert einen Druck von ca. 1,4 bis 2,8 Mpa, 
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mit dem die Folie (Substrat 10) an die Tragerplatte 2 bei 
ca. 180°C bis 200° C angedrGckt wird. Der AnschluB der 
elektrischen Bauelemente 3 erfolgt hier mittels einer 
Oberfiachenmontagetechnik, bei der die Anschlusse der 
Bauelemente 3 im sogenannten Wellenlotverfahren auf 5 
die Leiterbahnen an der Folie gelotet werden. 

DarOber hinaus k6nnen jedoch auch Bauelemente 11 
in der sogenannten Durchstecktechnik an die Leiter- 
bahnen des Substrats 10 angeschlossen werden. Hier ist 
jedoch erforderlich, daB eine Ausnehmung 12 in der 10 
Tragerplatte 2 vorhanden ist, die spater ebenfalls mit 
der Kunststoffmasse 9 ausgeschSumt werden kana Die 
AnschluBelemente 4 sind bei den Ausfuhrungsbeispie- 
len nach den Fig. 6 und 7 rechtwinklig zur Tragerplatte 
2 angeordnet, wobei in der Fig. 6 eine separate mecha- js 
nische Halterung 13 vorhanden ist und die elektrischen 
Verbindungen 14, eingebettet in die Kunststoffmasse 9, 
zu den Leiterbahnen des Substrats 10 heruntergefiihrt 
sind Bei der Verlotung in Durchstecktechnik wird hier 
ebenso verfahren wie beim Bauelement 1 1. Das Ausfiih- 20 
rungsbeispiel nach Fig. 7 zeigt eine rechtwinklig abge- 
bogene Tragerplatte 2 mit dem Substrat 10, so daB hier 
ein direkter AnschluB der Steckvorrichtungen des An- 
schiuBelements 4 moglich ist Die weitere Variante nach 
der Fig. 8 zeigt eine zum Ausfuhrungsbeispiel nach 25 
Fig. 4 vergleichbare Anordnung des AnschluBelements 
4 direkt auf der Tragerplatte 2 mit einer Verlotung in 
Durchstecktechnik. 

In all den oben beschriebenen Ausfiihrungsbeispielen 
der Leiterplattenanordnung 1 ist gewahrleistet, daB ein 30 
kompaktes elektrisches Gerat realisierbar ist, das als 
Gehauseteil einer mechanischen Anordnung dient und 
daB bei einem optimalen Schutz der elektrischen Bau- 
elemente 3 und 11 durch eine Schutzschicht 9 beispiels- 
weise Luftstrdme zur Kuhlung der Bauelemente 3 und 35 
1 1 herangezogen werden konnen. 

Patentanspriiche 

1. Leiterplattenanordnung fur ein elektrisches Ge- 40 
rat, insbesondere ein Steuer- oder Regelgerat fur 
eine elektromechanische Anordnung, mit 

— mindestens einer metallischen Tragerplatte 
(2), 

— mindestens einem, die Leiterbahnen tragen- 45 
den Substrat (10) fur darauf angeordnete elek- 
trische Bauelemente (2,11), wobei das Substrat 
(10) auf die Tragerplatte (2) auf laminiert ist 
und mit 

— AnschluBelementen (4) fur elektrische Ver- 50 
bindungen zur Leiterplattenanordnung (1), da- 
durch gekennzeichnet, daB 

— die Tragerplatte (2) als Gehauseelement fur 
das elektrische Gerat und/oder eine mechani- 
sche Anordnung ausgebildet ist und das Sub- 55 
strat (10) sich in den innenliegenden Bereichen 
auf der Tragerplatte (2) befindet und daB 

— die iiberwiegend oberflachenbestuckten 
elektrischen Bauelemente (2,11) in Bereichen 
auf dem Substrat (10) liegen, in denen ein ther- 6 o 
mischer Kontakt zu warmeableitenden Mit- 
teln herstellbar ist 

2. Leiterplattenanordnung nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB 

— die Leiterplattenanordnung (1) direkt an 65 
das zu steuernde mechanische Aggregat ange- 
fugt ist und Luftstrdme im mechanischen Ag- 
gregat zur KOhlung der elektrischen Bauele- 



mente heranziehbar sind, wobei die elektri- 
schen Verbindungen uber die nach auBen ge- 
fiihrten AnschluBelemente (4) herstellbar sind 

3. Leiterplattenanordnung nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB 

— eine Anzahl von Tragerplatten (2) mit dem 
jeweiligen Substrat uber Distanzelemente (8) 
aneinanderfugbar sind und die jeweils auBen- 
liegende Tragerplatte (2a) das Gehauseele- 
ment darstellt. 

4. Leiterplattenanordnung nach einem der vorher- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 

— das Substrat (10) und die elektrischen Bau- 
elemente (2, 11) mit einer isolierenden Schutz- 
schicht (9) versehen sind. 

5. Leiterplattenanordnung nach Anspruch 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB 

— die Schutzschicht (9) ein Kunststof flack ist 

6. Leiterplattenanordnung nach Anspruch 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB 

— die Schutzschicht (9) eine aufgeschaumte 
Kunststoffschicht aus Polyurethan ist 

7. Leiterplattenanordnung nach einem der Anspru- 
che 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB 

— im Bereich von elektrischen Bau- oder An- 
schluBelementen (1 1, 4), die in Durchstecktech- 
nik auf dem Substrat (10) gelotet sind, die Tra- 
gerplatte (2) Aussparungen (12) fur die Lot- 
kontakte aufweist, die mit der Schutzschicht 
(9) zumindest teilweise auffullbar sind 

8. Leiterplattenanordnung nach einem der vorher- 
gehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB 

— die mindestens eine Tragerplatte (2) im Be- 
reich der AnschluBelemente (4) rechtwinklig 
abgebogen ist, so daB ein rechtwinklig zur 
Ebene der Tragerplatte (2) liegendes Stecker- 
teil anschlieBbar ist. 

9. Leiterplattenanordnung nach einem der vorher- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 

— die Leiterplattenanordnung (1) ein Steuer-, 
oder Regelgerat fur die Motorsteuerung eines 
Kraftfahrzeuges und als Gehauseteil des Mo- 
tors oder zugehoriger Aggregate ausgebildet 
ist. 

10. Leiterplattenanordnung nach Anspruch 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB 

— die Leiterplattenanordnung (1) ein Gehau- 
seteil der Luftfilteranordnung im Motorraum 
des Kraftfahrzeuges ist und die elektrischen 
Bauelemente derart auf dem Substrat ange- 
ordnet sind, daB die vorbeistromende Luft zur 
Kuhlung der Bauelemente heranziehbar ist 
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